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技术要求:

1) 材质:见附表;

2) 电镀:见附表;

3) 塑件表面平整、光洁、无毛刺、气泡、烧焦、

变形、浇口无拉伤、多料或缺料等不良现象;

4) 端子表面无氧化、电镀不良等现象。
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PCB Layout

适应基板厚度：1.2mm~1.6mm

温度范围：-25℃~85℃

额定电压：250V AC/DC

额定电流：1A

绝缘电阻：≥1000MΩ

耐 压：800V AC/minute
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材质:PA66 颜色:本色或黑色
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